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摘 要

本研究於深孔放電加工機台上實行局部電化學沉積，並偵測局部電化學沉積反應之各種特性。主要探討在於各種不同條件

參數下，局部電化學沉積之間隙寬度的變化量，並找出最適合的參數條件來完成沉積結構。文中會詳細討論電壓、電流、

電阻、及間隙等各種條件間的關係，以及如何設計局部電化學沉積之間隙寬度偵測感測器，來做整個間隙控制迴路之回授

訊號控制。
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